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Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a circuit board (1) having a plurality of electrically conductive layers (2) which are separated
from one another by electrically non-conductive layers (3), wherein at least one electrically conductive outer layer (4) and a plurality
of electrically conductive intermediate layers (5) are provided; at least one electrically conductive through-connection (6) between an
electrically conductive outer layer (4) and an electrically conductive intermediate layer (5) is provided; the circuit board (1) consists of
at least one first multi-layer partial circuit board (9) and a second multi-layer partial circuit board (10); the first multi-layer partial circuit
board (9) is formed from a plurality of electrically conductive layers (2) and a plurality of electrically non-conductive layers (3), and
the second multi-layer partial circuit board (10) comprises at least one electrically conductive layer (2) and at least one electrically non-
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conductive layer (3); the multi-layer partial circuit boards (9, 10) are connected to one another, and the electrically conductive through-
connection (6) is formed between a first electrically conductive outer layer (12) and a second electrically conductive outer layer (13)
of one of the multi-layer partial circuit boards (9). The invention further relates to a method for producing a circuit board.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte (1) mit einer Mehrzahl von elektrisch leitenden Lagen (2), die von
elektrisch nicht leitenden Lagen (3) voneinander getrennt sind, wobei zumindest eine elektrisch leitende Auflenlage (4) und eine Mehr-
zahl von elektrisch leitenden Zwischenlagen (5) vorgesehen sind, wobei zumindest eine elektrisch leitende Durchkontaktierung (6)
zwischen einer elektrisch leitenden Auflenlage (4) und einer elektrisch leitenden Zwischenlage (5) vorgesehen ist, wobei die Leiterplatte
(1) aus zumindest einer ersten Mehrschichtteilleiterplatte (9) und aus einer zweiten Mehrschichtteilleiterplatte (10) besteht, wobei die
erste Mehrschichtteilleiterplatte (9) aus einer Mehrzahl von elektrisch leitenden Lagen (2) und einer Mehrzahl von elektrisch nicht
leitenden Lagen (3) gebildet ist und die zweite Mehrschichtteilleiterplatte (10) zumindest eine elektrisch leitende Lage (2) und zumin-
dest eine elektrisch nicht leitende Lage (3) aufweist, wobei die Mehrschichtteilleiterplatten (9, 10) miteinander verbunden sind, wobei
die elektrisch leitende Durchkontaktierung (6) zwischen einer ersten elektrisch leitenden AuBlenlage (12) und einer zweiten elektrisch
leitenden AuBlenlage (13) einer der Mehrschichtteilleiterplatten (9) ausgebildet ist. Auch betritft die Erfindung ein Vertahren zur Her-
stellung einer Leiterplatte.
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Leiterplatte

Beschreibung

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte, wie insbesondere eine Multischichtleiterplatte.

Stand der Technik

Leiterplatten mit einer Mehrzahl von leitenden Lagen, die von nicht leitenden Lagen
voneinander getrennt sind, sind im Stand der Technik bekannt. Sie werden auch als
Multischichtleiterplatten bezeichnet. Sie weisen Ublicherweise zumindest eine leitende
AuBenlage und eine Mehrzahl von leitenden Zwischenlagen auf, wobei zumindest ei-
ne leitende Durchkontaktierung zwischen einer leitenden Auf3enlage und einer leiten-
den ersten Zwischenlage vorgesehen ist. Solche Ausgestaltungen sind beispielsweise
durch die CN 203181403 U bekannt geworden. Zur Ausbildung solcher Durchkontak-
tierungen wird dabei eine Bohrung als Tiefenbohrung in die Leiterplatte bis zu der
Zwischenlage geflhrt, in welcher eine elektrisch leitende Hilse ausgebildet wird. Da-
bei muss tiefenkontrolliert gebohrt werden, damit die Bohrung nicht zu tief oder nicht
zu wenig tief reicht. Dies erhéht den Aufwand, weil jede Leiterplatte flr sich einzeln
auBerst prazise und mikrometergenau mit dem Einsatz von Bohrern mit abgeflachter
Spitze als Spezialwerkzeuge gebohrt werden muss. Dies ist zeit- und kostenintensiv.
Auch sind Durchkontaktierungen bekannt, die die Leiterplatte vollst&dndig durchgreifen.
Dabei wird eine durchgehende Bohrung erzeugt, in welche eine elektrisch leitende
HUlse ausgebildet wird.

Bei der Durchkontaktierung die als Tiefenbohrung ausgeflhrt ist, h&ngt die Breite bzw.
der Durchmesser der eingesetzten Hilse von der Bohrtiefe ab. Der Durchmesser der
Hulse steigt mehr als proportional zur Bohrtiefe. Somit muss bei Tiefenbohrungen der

Durchmesser der Hulse groBer sein. Dies vergroBert die Abmessungen der Leiterplat-
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te und damit das Geh&use des Steuergerats und damit den bendtigten Bauraum im
Fahrzeug. Auch ist es ein Nachteil, dass die Hilsen nach auBen nicht sauber ver-
schlossen sind, was flr die weitere Montage und die Dauerhaltbarkeit Probleme berei-
tet. Weiterhin ist es nachteilig, dass eine solche Tiefenbohrung nicht sauber ver-
schlossen werden kann, weil bei der Tiefenbohrung im Gegensatz zur Durchbohrung
das Fulimaterial nicht durchgedrickt werden kann. So entsteht beim Einbringen des
Flllmaterials zwangslaufig ein Luftpolster. Das luftleere VerschlieBen der Hilse ist
erheblich erschwert und die Hulse kann nach auf3en nicht sauber verschliossen wer-
den. Ein planes und luftleeres VerschlieBen der Hulse ist insbesondere fur die weitere
Montage und die Dauerhaltbarkeit im automotiven Bereich besonders vorteilhaft.

Darstellung der Erfindung, Aufgabe, Lésung, Vorteile

Daher ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Leiterplatte, insbesondere
fir Sensoren und fur Radaranwendungen, zu schaffen, die insbesondere den automo-
tiven Ansprichen genlgt und in der Flache kleiner und vorteilhafterweise im Gewicht
geringer ist und insbesondere auch vorteilhafter herzustellen ist und die Nachteile des
Standes der Technik reduziert. Auch ist es die Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung
einer Leiterplatte zu schaffen, mittels welchem eine Leiterplatte mit Durchkontaktie-
rung von einer AuBBenlage bis zu einer Zwischenlage einfach und kostenglinstig her-
stellbar ist.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bezlglich der Leiterplatte wird mit den Merk-
malen geman Anspruch 1 gelost.

Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung betrifft eine Leiterplatte mit einer Mehrzahl von
elektrisch leitenden Lagen, die von elektrisch nicht leitenden Lagen voneinander ge-
trennt sind, wobei zumindest eine elektrisch leitende AuBenlage und eine Mehrzahl
von elektrisch leitenden Zwischenlagen vorgesehen sind, wobei zumindest eine
elektrisch leitende Durchkontaktierung zwischen einer elektrisch leitenden AuBBenlage

und einer elektrisch leitenden Zwischenlage vorgesehen ist, wobei die Leiterplatte aus
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zumindest einer ersten Mehrschichtteilleiterplatte und aus einer zweiten Mehrschicht-
teilleiterplatte besteht, wobei die erste Mehrschichtteilleiterplatte aus einer Mehrzahl
von elektrisch leitenden Lagen und einer Mehrzahl von elektrisch nicht leitenden La-
gen gebildet ist und die zweite Mehrschichtteilleiterplatte zumindest eine elektrisch
leitende Lage und zumindest eine elektrisch nicht leitende Lage aufweist, wobei die
Mehrschichtteilleiterplatten miteinander verbunden sind, wobei die elekirisch leitende
Durchkontaktierung zwischen einer ersten elekirisch leitenden Auf3enlage und einer
zweiten elekirisch leitenden AuB3enlage einer der Mehrschichtteilleiterplatten ausgebil-
detist.

Dadurch bildet die zweite AuBenlage die erste Zwischenlage, so dass die diesbezugli-
che Mehrschichtteilleiterplatte durchgebohrt werden kann, um anschlieBend die Hllse
in die Bohrung einzusetzen oder dort auszubilden. Es ist keine Tiefenbohrung mehr
notig, die nur teilweise in die Mehrschichtteilleiterplatte reicht. Das Herstellungsverfah-
ren kann dadurch erheblich vereinfacht werden, weil die erste Mehrschichtteilleiter-
platte vorgefertigt werden kann und mit einer zweiten Mehrschichtteilleiterplatte ver-
bunden wird, um die Leiterplatte zu bilden.

Besonders bevorzugt ist es, wenn auch die zweite Mehrschichtteilleiterplatte aus einer
Mehrzahl von elektrisch leitenden Lagen und aus einer Mehrzahl von elektrisch nicht
leitenden Lagen gebildet ist. Dadurch kann auch eine weiterhin mehrschichtige Leiter-

platte geschaffen werden.

Ebenso ist es auch vorteilhaft, wenn die Leiterplatte aus den Mehrschichtteilleiterplat-
ten zusammengesetzt ist, insbesondere sind dabei die Mehrschichtteilleiterplatten
miteinander verklebt. Dadurch wird eine stabile Leiterplatte erzeugt.

Die Erfindung macht es zudem vorteilhaft méglich, eine elekirisch leitende Hulse ein-
fach, robust und im Wesentlichen plan mit einem Fillmaterial zu verfallen. Damit kann
das Verflullen im Wesentlichen volistandig erfolgen, so dass die Hllse auch sicher mit

einer elektrisch leitenden Abdeckung versehen werden kann, auf der unter automoti-
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ven Gesichtspunkten sicher ein Bauteil montiert, wie beispielsweise geldtet, werden

kann.

Die zumindest zwei verwendeten Mehrschichtteilleiterplatten kdnnen als getrennt ver-
presste Elemente ausgebildet werden, die miteinander verbunden werden. Es wird
also eine mehrfach verpresste Leiterplatte geschaffen, die insbesondere flr automoti-
ve Sensoren und/oder automotive HF-Anwendungen verwendbar und vorteilthaft ist.
Auch kdénnen solche Leiterplatten fir Anwendungen auBerhalb des automotiven Be-

reichs eingesetzt werden.

Dies ermoglicht eine Miniaturisierung von automotiv tauglichen Multischichtleiterplat-
ten, vorzugsweise hochfrequenter 24 GHZ und 77 GHZ Radaranwendungen. Die er-
findungsgeméanBe Leiterplatte kann auch auf andere Anwendungsgebiete, insbesonde-
re im automotiven Bereich, angewendet werden, vorzugsweise in Produkibereichen
oder flr Spezialanwendungen mit eingeschréanktem Bauraum. Die Ausgestaltung flhrt
zu einer Miniaturisierung der Steuergeréate und/oder Sensoren und reduziert damit den
bendtigten Bauraum im Fahrzeug. Sie fihrt damit direkt und auch indirekt zu einer

Kosten- und Gewichtsersparnis.

Vorteilhaft ist es, wenn zumindest zwei Mehrschichtteilleiterplatten, zumindest eine
erste Mehrschichtteilleiterplatte und eine zweite Mehrschichtteilleiterplatte, miteinan-
der verklebt oder anderweitig verbunden sind. Dadurch wird die Leiterplatte durch
vorbereitete Mehrschichtteilleiterplatten ausgebildet, wobei die eine, wie die erste,
Mehrschichtteilleiterplatte die besagte Durchkontaktierung ausbildet, wobei auch die
zweite Mehrschichtleiterplatie die besagte Durchkontaktierung oder eine solche
Durchkontaktierung oder eine Durchkontaktierung eines anderen Typs ausbilden

kann.

Bevorzugt sind mehrere Durchkontaktierungen in der einen und/oder in der anderen
Mehrschichtteilleiterplatte vorgesehen, die zur Leiterplaite miteinander verbunden

werden.
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Auch ist es zweckmaBig, wenn die Durchkontaktierung in der ersten Mehrschichtteil-
leiterplatte angeordnet ist, wobei die zweite Mehrschichtteilleiterplatte im Anschluss an
die Durchkontaktierung der ersten Mehrschichtteilleiterplatie keine oder alternativ
auch eine Durchkontaktierung oder mehrere Durchkontaktierungen gleichen Typs o-
der auch unterschiedlicher Typen, je nach Anforderung, aufweisen kann. Durch das
Verkleben der beiden Mehrschichtteilleiterplatien wird die Durchkontaktierung zu einer
blinden Durchkontaktierung, weil sie im Stapel der Lagen endet und auf einer Seite

nicht nach auBBen geflhrt wird.

Ebenso ist es zweckmaBig, wenn die Durchkontaktierung der ersten Mehrschichtteil-
leiterplatte durch die zweite Mehrschichtteilleiterplatte einseitig verschlossen ist. Damit
wird ein verschlossener Abschluss geschaffen.

Weiterhin ist es bei einem Ausflhrungsbeispiel vorteilhaft, wenn die Durchkontaktie-
rung auf der AuBenseite der ersten Mehrschichtteilleiterplatte vollstandig von einem
mit Klebstoff angereicherten Flllmaterial, insbesondere ohne Lufteinschllsse, ver-
schlossen wird und von einer leitenden Lage abgedeckt ist. Dadurch kann auch ober-
halb der Durchkontaktierung ein elektronisches Bauelement platziert werden, was zu
einer erheblichen Reduzierung der Leiterplattenflache flhrt und direkt Leiterplatten-
kosten und Gewicht spart.

Bei einem weiteren Ausflhrungsbeispiel ist es zweckméaBig, wenn die leitende Lage
zur Abdeckung eine Kupferschicht, insbesondere eine Kupferschicht mit einer L6t-
maske ist, oder eine Kupferschicht mit einer Oberflachenbeschichtung, insbesondere
eine Kupferschicht mit Oberflachenbeschichtung und mit einer Létmaske ist. Dadurch
kann die Durchkontaktierung sicher verschlossen und fir die Platzierung von elektro-

nischen Bauelementen vorbereitet werden.

Auch ist es zweckmaBig, wenn die Durchkontaktierung gebildet ist durch eine Durch-

bohrung der ersten Mehrschichtteilleiterplatte, in welche eine leitende Hulse einge-
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setzt oder galvanisch metallisiert ausgebildet ist. Dies ist vorteilhaft, weil damit auch
mehrere solcher Mehrschichtteilleiterplatten als Stapel gleichzeitig verarbeitet bzw.
gebohrt werden kénnen. Dies reduziert den Aufwand und die Kosten.

Besonders vorteilhaft ist es auch, wenn die leitende Hilse von einem Flllmaterial, wie
einem mit Klebstoff angereicherten Flllmaterial, im Wesentlichen volistandig und ins-
besondere vorteilhaft auch ohne Lufteinschllsse oder mit nur wenigen Lufteinschlls-
sen aufgefdllt ist. Dadurch kann ein abgedichteter Abschluss ohne Luftblase oder oh-
ne Vakuum erreicht werden, was die sichere Montage auf der Hilse erméglicht, die
Betriebssicherheit erhdht und dem automotiven Anspruch gerecht wird.

Ebenso ist es zweckmaBig, wenn die zumindest eine erste Mehrschichtteilleiterplatte
und die zweite Mehrschichtteilleiterplatte mittels des Klebstoffs miteinander verklebt
sind. So kann flir das Verkleben oder Verpressen und das Aufflllen der leitenden HUl-
se der gleiche Klebstoff verwendet werden. Dabei kann dies ggf. auch im gleichen
Verfahrensschritt erfolgen. Alternativ kann das Aufflllen der Hilse im separaten Ar-
beitsschritt erfolgen, um dann im Anschluss daran die Leiterplatten miteinander zu

verkleben.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die erfindungsgemafe Leiterplatte fur die Verwen-
dung in Steuergerdten oder Sensoren, insbesondere flr automotive Anwendungen,
insbesondere als Radarsensoren oder Steuereinheiten fir Radarsensoren, vorgese-
hen ist.

Die Aufgabe wird bezlglich des Verfahrens mit den Merkmalen von Anspruch 14 ge-
|6st.

Ein Ausflhrungsbeispiel der Erfindung betrifft dabei ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Leiterplatte mit einer Mehrzahl von elektrisch leitenden Lagen, die von elektrisch
nicht leitenden Lagen voneinander getrennt sind, wobei zumindest eine elektrisch lei-

tende AuBenlage und eine Mehrzahl von elektrisch leitenden Zwischenlagen vorgese-
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hen sind, wobei zumindest eine elektrisch leitende Durchkontaktierung zwischen einer
elektrisch leitenden AuBenlage und einer elektrisch leitenden Zwischenlage vorgese-
hen ist, wobei das Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte vorsieht, dass zumin-
dest eine erste Mehrschichtteilleiterplatte und zumindest eine zweite Mehrschichtteil-
leiterplatte zur Verflgung gestellt wird, wobei die erste Mehrschichtteilleiterplatte aus
einer Mehrzahl von elekirisch leitenden Lagen und einer Mehrzahl von elektrisch nicht
leitenden Lagen gebildet ist und die zweite Mehrschichtteilleiterplatte zumindest eine
elekirisch leitende Lage und zumindest eine elekirisch nicht leitende Lage aufweist,
wobei die elektrisch leitende Durchkontaktierung zwischen einer ersten elekirisch lei-
tenden AulB3enlage und einer zweiten elektrisch leitenden AuB3enlage einer der Mehr-
schichtteilleiterplatten ausgebildet wird und wobei die Mehrschichtteilleiterplatten mit-

einander verbunden werden.
Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die zumindest eine erste Mehrschichtteillei-
terplatte und die zumindest eine zweite Mehrschichtteileiterplatte miteinander verbun-

den, insbesondere miteinander verklebt werden.

Vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind in den Unteransprichen
und der nachfolgenden Figurenbeschreibung beschrieben. Dabei zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Ausschnitts eines AusflUhrungsbei-

spiels einer erfindungsgemanen Leiterplatte, und

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Ausschnitts eines AusfUhrungsbei-
spiels einer erfindungsgemafen Leiterplatte.

Bevorzugtes Ausfihrungsbeispiel der Erfindung
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Die Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung einen Ausschnitt einer erfindungs-
gemaBen Leiterplatte 1 mit einer Mehrzahl von elekirisch leitenden Lagen 2, die von
nicht leitenden Lagen 3 voneinander getrennt sind.

Dabei sind zumindest eine elekirische leitende AuBenlage 4 und eine Mehrzahl von
elektrisch leitenden Zwischenlagen 5 vorgesehen. Im gezeigten Ausfihrungsbeispiel
sind acht elektrisch leitende Lagen 2 vorgesehen, also zwei elektrisch leitende AuBen-
lagen 4 und sechs elekirisch leitende Zwischenlagen 5.

Zu erkennen ist eine elektrisch leitende Durchkontaktierung 6. Dabei stellt diese ge-
zeigte Durchkontaktierung 6 ein Beispiel flr zumindest eine elektrisch leitende Durch-
kontaktierung 6 dar, die zwischen einer elektrisch leitenden Auf3enlage 4 und einer
elektrisch leitenden ersten Zwischenlage 5 ausgebildet ist. Bevorzugt ist eine Mehr-
zahl solcher Durchkontaktierungen 6 vorgesehen. Die Durchkontaktierung 6 ist gebil-
det durch eine Bohrung 7 mit einer galvanisch metallisierten elektrisch leitenden HuUl-
se 8.

Die erfindungsgemaBe Leiterplatte 1 ist dabei aus einer ersten Mehrschichtteilleiter-
platte 9 und aus einer zweiten Mehrschichtteilleiterplatte 10 zusammengesetzt, die
jeweils aus einer Mehrzahl von elektrisch leitenden Lagen 2 und einer Mehrzahl von
nicht leitenden Lagen 3 gebildet sind, wobei die zumindest zwei Mehrschichtteilleiter-
platten 9, 10 miteinander verbunden sind. Dazu dient die insbesondere mit Klebstoff
angereicherte nicht leitende Lage 11. Die zumindest eine erste Mehrschichtteilleiter-
platte 9 und eine zweite Mehrschichtteilleiterplatte 10 sind vorteilhaft miteinander ver-
klebt oder anderweitig verbunden.

Die Durchkontaktierung 6 ist erfindungsgemaB zwischen einer ersten elektrisch lei-
tenden AuBenlage 12 und einer zweiten elektrisch leitenden Auf3enlage 13 einer der
Mehrschichtteilleiterplatten 9 ausgebildet. Dadurch kann diese Mehrschichtteilleiter-
platte 9 durchgebohrt und die elekirisch leitende Hulse 8 ausgebildet werden. Dies

geschieht mittels eines galvanischen Abscheidungsprozesses.
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In Figur 1 ist die Durchkontaktierung 6 beispielweise in der ersten Mehrschichtteillei-
terplatte 9 angeordnet, wobei die zweite Mehrschichtteilleiterplatte 10 im Anschluss an
die Durchkontaktierung 6 der ersten Mehrschichtteilleiterplatte 9 keine elektrisch lei-
tende Durchkontaktierung aufweist. Wie aber in Figur 2 dargestellt, kann die zweite
Mehrschichtteilleiterplatte 10 auch eine elektrisch leitende Durchkontaktierung 50
aufweisen oder auch eine Mehrzahl von elektrisch leitenden Durchkontaktierungen
auch unterschiedlicher Typen aufweisen, je nach Anforderung.

Die zweite Mehrschichtteilleiterplatte 10 schlief3t in Figur 1 die Durchkontaktierung 6
in einem mittleren Bereich der Leiterplatte 1 ab. Die Durchkontaktierung 6 der ersten
Mehrschichtteilleiterplatte 9 wird also durch die nicht leitende, mit Klebstoff angerei-

cherte Lage 11 und die zweite Mehrschichtteilleiterplatte 10 einseitig verschlossen.

Zu erkennen ist auch, dass die mit einem Fulistoff 18 aufgefllite bzw. verschlossene
Durchkontaktierung 6 auf der AuBenseite 14 der ersten Mehrschichtteilleiterplatte 9
von einer leitenden Lage 15 sicher abgedeckt ist. Eine solche Lage findet sich auch
auf der anderen Seite der ersten Mehrschichtteilleiterplatte 9 und auf der gegenlber-
liegenden Seite der zweiten Mehrschichtteilleiterplatte 10. Die elekirisch leitende Lage
2 als AuBenlage 4 weist zur Abdeckung also eine Kupferschicht als Abdeckung bzw.
Lage 15 auf, insbesondere eine Kupferschicht als Lage 15 mit einer Létmaske 16, o-
der eine Kupferschicht als Lage 15 mit einer Oberflachenbeschichtung 17, insbeson-
dere eine Kupferschicht 15 mit Oberflachenbeschichtung 17 und mit einer Létmaske
16.

Die Durchkontaktierung 6 ist gemaB dem AusfGhrungsbeispiel gebildet durch eine
Durchbohrung der ersten Mehrschichtteilleiterplatte 9, in welche eine elektrisch leiten-
de Hllse 8 ausgebildet ist. Die Hilse 8 ist mit einem insbesondere mit einem Klebstoff
angereicherten Flllmaterial 18 befllit. Die mit Klebstoff angereicherte Lage 11 wird
fir das Verkleben der zumindest einen ersten Mehrschichtteilleiterplatte 9 und der

zweiten Mehrschichtteilleiterplatte 10 verwendet. Das mit Klebstoff angereicherte
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Flllmaterial kann dabei anteilig auch als FUllstoff 18 flr die Durchkontaktierung 6 ver-

wendet werden.

Die Leiterplatte 1 wird bevorzugt fir die Verwendung in Steuergeraten oder als Senso-
ren, insbesondere flir automotive Anwendungen, insbesondere als Radarsensoren

oder Steuereinheiten fir Radarsensoren, vorgesehen.

Die Durchkontaktierung weist eine metallische, elektrisch leitende Abdeckung 19, wie
Kappe, auf, die es erlaubt auch unmittelbar Uber der Durchkontaktierung elektronische

Bauelemente zu platzieren.

Wird die Durchkontaktierung durch ein Durchbohren der ersten Mehrschichtteilleiter-
platte bewirkt, so kann der Bohrdurchmesser jeweils gleich und klein sein. Der Bohr-
durchmesser bzw. Lochdurchmesser ist vorteilhaft auch unabhangig von der Bohrtie-

fe.

Die jeweiligen ersten Mehrschichtteilleiterplatten kénnen auBerst vorteilhaft gestapelt
gebohrt werden und missen nicht mehr einzeln, mit Sonderwerkzeugen, hochprazise

und tiefenkontrolliert gebohrt werden. Dies reduziert die Kosten der Herstellung.

Die Figur 2 zeigt ein weiteres AusfUhrungsbeispiel einer Leiterplatte 1, die im Wesent-
lichen dem Ausflhrungsbeispiel der Figur 1 entspricht, wobei zuséizlich eine Durch-
kontaktierung 50 im Bereich der zweiten Mehrschichtleiterplatte 10 vorgesehen ist.

Ansonsten wird auf die Beschreibung zur Figur 1 verwiesen.

Erfindungsgeman ist es besonders vorieilhaft, wenn die elektrisch leitende Durchkon-
taktierung 6 mit einem insbesondere mit Klebstoff angereicherten Fullmaterial 18 be-
fOllt bzw. verschlossen ist und insbesondere mit einer elektrisch leitenden Abdeckung

19 versehen ist.
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Die Herstellung der Leiterplatte erfolgt dabei beispielsweise mittels eines erfindungs-
gemaBen Verfahrens, bei welchem zumindest eine erste Mehrschichtteilleiterlatte zur
Verflgung gestellt wird, die Durchkontaktierung von einer elekirischen AuBenlage der
ersten Mehrschichtteileiterplatte zu der anderen elektrischen AuBenlage der ersten
Mehrschichtteilleiterlatte entweder bereits eingebracht ist oder hergestellt wird. Dabei
wird in zumindest eine erste Mehrschichtteilleiterplatte eine durchgehende Bohrung
eingebracht, die beispielsweise durch Metallisieren oder Galvanisieren randseitig me-
tallisch beschichtet wird. Alternativ kann auch eine massive Hulse eingebracht werden
0.A.

AnschlieBend ist bzw. wird die Durchkontaktierung bevorzugt mit einem Fullstoff auf-
geflllt und optional einseitig oder beidseitig verschlossen.

AnschlieBend kann zumindest eine zweite Mehrschichtteilleiterplatte zur Verflgung
gestellt werden, die mit der zumindest einen ersten Mehrschichtteilleiterplatte verbun-
den wird, so dass die zumindest beiden miteinander verbundenen Mehrschichtteillei-
terplatten einen Stapel von elektrisch leitenden Lagen und elektrisch nicht leitenden
Lagen bilden. Das Verbinden erfolgt dabei bevorzugt durch Kieben.

Die Anordnung ist dabei so ausgebildet, dass die Durchkontaktierung der ersten
Mehrschichtteilleiterplatte so angeordnet ist, dass sie in einem eher mittigen Bereich
der miteinander verbundenen Mehrschichtteilleiterplatten endet und damit eine Durch-
kontaktierung von einer AuBBenlage der ersten Mehrschichtteilleiterplatte bis in einen
mittigen Bereich der Leiterplatte ausbildet.

Das Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte mit einer Mehrzah! von elektrisch lei-
tenden Lagen, die von elekirisch nicht leitenden Lagen voneinander getrennt sind,
wobei zumindest eine elektrisch leitende AuBBenlage und eine Mehrzahl von elekirisch
leitenden Zwischenlagen vorgesehen sind, wobei zumindest eine elektrisch leitende
Durchkontaktierung zwischen einer elektrisch leitenden Auf3enlage und einer
elektrisch leitenden Zwischenlage vorgesehen ist, sieht vor, dass zumindest eine erste

Mehrschichtteilleiterplatte und zumindest eine zweite Mehrschichtteilleiterplatte zur
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Verflgung gestellt wird, wobei die erste Mehrschichtteilleiterplatte aus einer Mehrzahl
von elektrisch leitenden Lagen und einer Mehrzahl von elektrisch nicht leitenden La-
gen gebildet ist und die zweite Mehrschichtteilleiterplatte zumindest eine elektrisch
leitende Lage und zumindest eine elektrisch nicht leitende Lage aufweist, wobei die
elektrisch leitende Durchkontaktierung zwischen einer ersten elektrisch leitenden Au-
Benlage und einer zweiten elektrisch leitenden AufBBenlage einer der Mehrschichtteillei-
terplatten ausgebildet wird und wobei die Mehrschichtteilleiterplatten miteinander ver-

bunden werden.

Ebenso ist vorgesehen, dass die zumindest eine erste Mehrschichtieilleiterplatte und
die zumindest eine zweite Mehrschichtteileiterplatte miteinander verbunden, insbe-

sondere miteinander verklebt werden.

In die so erzeugte Leiterplatte aus mehreren Mehrschichtteilleiterplatten kann zumin-
dest eine weitere Durchkontaktierung 20 von einer AuBenlage der Leiterplatte zu einer
gegenlberliegenden AuBenlage der Leiterplatie eingebracht werden, indem die Lei-
terplatte mit einer Durchbohrung versehen wird, die anschlieBend metallisiert bzw.
galvanisiert wird. Alternativ kann auch eine Hullse eingesetzt werden. Bevorzugt ist

diese Durchkontaktierung 20 ohne Flllung ausgebildet.
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Bezugszeichenliste

Leiterplatte

elektrisch leitende Lage

mit Klebstoff angereicherte, elektrisch nicht leitende Lage (prepreg)
AuBenlage

Zwischenlage

Durchkontaktierung

Bohrung

elektrisch leitende Hullse
Mehrschichtteilleiterplatte
Mehrschichtteilleiterplatte

mit Klebstoff angereicherte, elektrisch nicht leitende Lage (prepreg)
AuBenlage

AuBenlage

AuBenseite

elektrisch leitende Lage

elektrisch leitende Lage

Lotmaske

Oberflachenbeschichtung

mit Klebstoff angereichertes Flllmaterial, Flllstoff
elektrisch leitende Abdeckung
Durchkontaktierung

Durchkontaktierung
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Leiterplatte

Patentanspruche

Leiterplatte (1) mit einer Mehrzahl von elektrisch leitenden Lagen (2), die von
elektrisch nicht leitenden Lagen (3) voneinander getrennt sind, wobei zumin-
dest eine elektrisch leitende AuBenlage (4) und eine Mehrzahl von elektrisch
leitenden Zwischenlagen (5) vorgesehen sind, wobei zumindest eine
elektrisch leitende Durchkontaktierung (6) zwischen einer elektrisch leiten-
den AufBBenlage (4) und einer elektrisch leitenden Zwischenlage (5) vorgese-
hen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (1) aus zumindest
einer ersten Mehrschichtteilleiterplatte (9) und aus einer zweiten Mehr-
schichtteilleiterplatte (10) besteht, wobei die erste Mehrschichtteilleiterplatte
(9) aus einer Mehrzahl von elektrisch leitenden Lagen (2) und einer Mehrzahl
von elektrisch nicht leitenden Lagen (3) gebildet ist und die zweite Mehr-
schichtteilleiterplatte (10) zumindest eine elektrisch leitende Lage (2) und
zumindest eine elektrisch nicht leitende Lage (3) aufweist, wobei die Mehr-
schichtteilleiterplatten (9, 10) miteinander verbunden sind, wobei die
elektrisch leitende Durchkontaktierung (6) zwischen einer ersten elekirisch
leitenden AuBenlage (12) und einer zweiten elektrisch leitenden AuB3enlage

(13) einer der Mehrschichtteilleiterplatten (9) ausgebildet ist.

Leiterplatte (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Mehrschichtteilleiterplatte (10) aus einer Mehrzahl von elektrisch leitenden
Lagen (2) und aus einer Mehrzahl von elekirisch nicht leitenden Lagen (3)
gebildet ist.

Leiterplatte (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Leiterplatte (1) aus den Mehrschichtteilleiterplatten (9,19) zusammengesetzt
ist.
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Leiterplatte (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest zwei Mehrschichtteilleiterplatten (9, 10), zumindest eine erste
Mehrschichtteilleiterplatte (9) und eine zweite Mehrschichtteilleiterplatte (10),
miteinander verklebt oder anderweitig verbunden sind.

Leiterplatte (1) nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die elekirisch leitende Durchkontaktierung (6) in der ersten Mehr-
schichtteilleiterplatte (9) angeordnet ist, wobei die zweite Mehrschichtteillei-
terplatte (10) im Anschluss an die elektrisch leitende Durchkontaktierung (6)
der ersten Mehrschichtteilleiterplatte (9) keine Durchkontaktierung (6) oder
ebenfalls zumindest eine elektrisch leitende Durchkontaktierung aufweist.

Leiterplatte (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elekirisch leitende Durchkontaktierung (6) der ers-
ten Mehrschichtteilleiterplatte (9) durch die zweite Mehrschichtteilleiterplatte
(10) einseitig verschlossen ist.

Leiterplatte (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrisch leitende Durchkontaktierung (6) auf der
AuBenseite der ersten Mehrschichtteilleiterplatte (9) von einer elektrisch lei-

tenden Lage (15) als Abdeckung abgedeckt ist.

Leiterplatte (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elekirisch leitende Lage (15) zur Abdeckung eine
Kupferschicht, insbesondere eine Kupferschicht mit einer Létmaske (16) ist
oder eine Kupferschicht mit einer Oberflachenbeschichtung (17), insbeson-
dere eine Kupferschicht mit Oberflachenbeschichtung (17) und mit einer
Lotmaske (16), ist.

Leiterplatte (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die elekirisch leitende Durchkontaktierung (6) gebildet
ist durch eine Durchbohrung der ersten Mehrschichtteilleiterplatte (9), in wel-
che eine elektrisch leitende Hilse (8) eingesetzt oder galvanisch metallisiert

ausgebildet ist.

Leiterplatte (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
elektrisch leitende Hilse (8) von einem Flllmaterial (18) aufgeflllt ist.

Leiterplatte (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
mit Flllmaterial (18) verschlossenen elekirisch leitenden Hulse (8) eine
elektrisch leitende Abdeckung (19), insbesondere im Wesentlichen plan,

aufgebracht ist.

Leiterplatte (1) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
elektrisch leitende Abdeckung (19) derart auf dem Flllmaterial (18) aufge-
bracht ist, dass eine direkte Montage bzw. Lotung von elektronischen Kom-
ponenten auf der elektrisch leitenden Abdeckung (19) durchfihrbar ist.

Leiterplatte (1) nach einem der Ansprtuche 10 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fullmaterial (18) ein mit einem Klebstoff angereichertes

Fullmaterial ist.

Leiterplatte (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest erste Mehrschichtteilleiter-
platte (9) und die zweite Mehrschichtteilleiterplatte (10) mittels einer mit
Klebstoff angereicherten nicht leitenden Lage (11), miteinander verklebt sind.

Leiterplatte (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche flr die Verwen-
dung in Steuergeraten, als Sensoren, insbesondere flr automotive Anwen-
dungen, insbesondere als Radarsensoren oder in Steuereinheiten flr Radar-

sensoren.
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Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte (1) mit einer Mehrzahl von
elektrisch leitenden Lagen (2), die von elektrisch nicht leitenden Lagen (3)
voneinander getrennt sind, wobei zumindest eine elektrisch leitende AulB3en-
lage (4) und eine Mehrzahl von elektrisch leitenden Zwischenlagen (5) vor-
gesehen sind, wobei zumindest eine elekirisch leitende Durchkontaktierung
(6) zwischen einer elekirisch leitenden AuBenlage (4) und einer elektrisch
leitenden Zwischenlage (5) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte (1) vorsieht, dass zumindest
eine erste Mehrschichtteilleiterplatte (9) und zumindest eine zweite Mehr-
schichtteilleiterplatte (10) zur Verfligung gestellt wird, wobei die erste Mehr-
schichtteilleiterplatte (9) aus einer Mehrzahl von elektrisch leitenden Lagen
(2) und einer Mehrzahl von elektrisch nicht leitenden Lagen (8) gebildet ist
und die zweite Mehrschichtteilleiterplatte (10) zumindest eine elekirisch lei-
tende Lage (2) und zumindest eine elekirisch nicht leitende Lage (3) auf-
weist, wobei die elektrisch leitende Durchkontaktierung (6) zwischen einer
ersten elekirisch leitenden AuBenlage (12) und einer zweiten elekirisch lei-
tenden AuBenlage (13) einer der Mehrschichtteilleiterplatten (9) ausgebildet
wird und wobei die Mehrschichtteilleiterplatten (9, 10) miteinander verbunden

werden.

Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest
eine erste Mehrschichtteilleiterplatte (9) und die zumindest eine zweite
Mehrschichtteileiterplatte (10) miteinander verbunden, insbesondere mitei-

nander verklebt, werden.
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